
D&E event

HDI in ACTION !

Christof Vercouter
Eurocircuits N.V.



D&E event

Wie zijn wij? Wie is Eurocircuits?

• Bestaat reeds meer dan 30 jaar.

• Producent van PCB’s (bestukt en onbestukt)

• Prototypes en kleine reeksen

• Produceert alles in Europa – “We only sell what we make”

• Online platform met krachtige tools – “Right First Time”

• Pooling waar mogelijk

• Assemblage in onze gespecialiseerde vestigingen (DE en 
HU)
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Miniaturisering van actieve en passieve componenten

• Dichtere en kleinere componenten
• Meer aansluitingen (BGA,LGA,…)
• Kleinere pitch (< 0,5 mm)
• Aansluitingen onder de behuizing
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Waarom deze miniaturisering?

• Vraag naar compacte en draagbare apparaten : Smartphones, wearables, 
IoT-apparaten en medische implantaten vragen om extreem compacte 
elektronica.  Source : Getty Images    

• Lagere energieconsumptie : Kleine componenten verbruiken minder 
stroom en produceren minder warmte, wat essentieel is voor mobiele 
apparaten en datacenters.

• Verbeterde prestaties en snelheid : Kortere afstanden tussen 
componenten zorgen voor snellere signaaloverdracht en minder vertraging.

• Technologische vooruitgang in fabricage : Nieuwe technologieën maken 
het mogelijk om steeds kleinere componenten te produceren. “Omdat het 
kan !”

• Concurrentie en innovatie in de industrie : Chipfabrikanten (zoals Intel, 
TSMC, Samsung) strijden voortdurend om kleinere productienodes, als 
indicator van technologische superioriteit.
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Wat zijn de gevolgen?

• HDI : High Density Interconnect
• Toegang tot de binnenste laag is vereist voor 

fan-out (geen mogelijkheid voor routing 
tussen de aansluitingen)

• Meerdere µVia-runs
• Kleinere spoorbreedtes (tot 50 µm)
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Enkele kernbegrippen :

• High-Density Interconnect (HDI) : 
Toepassing van fijngeleider-technologie met spoorbreedtes                
van ≤150 µm om hogere baandichtheid te bekomen, en met 
meer dan 20 elektrische verbindingen per cm² bruikbaar 
printoppervlak.

• Sequentiële buildup : een HDI-fabricagetechniek waarbij een 
PCB laag voor laag wordt opgebouwd in plaats van alle lagen 
in één keer te lamineren.

• Microvia : kleine blind via-boringen met een typische 
boordiameter van ≤150 µm (max. 250 µm) en een aspectratio 
≤ 1:1, conform HDI-fabricageparameters.



D&E event

In de praktijk : 

• Een designer tekent een PCB die perfect aan de standaard 
classificatie voldoet

• Een component dat steeds in een standaard behuizing 
verkrijgbaar was, wordt nu nog enkel in een heel kleine pitch 
behuizing aangeboden

• Dit enkel op 1 of 2 plaatsen op zijn PCB

• Toch wordt zijn standaard PCB plots helemaal een HDI bord

• Complexe fan-outs zijn nodig met behulp van via in pad 
oplossingen (microvias)
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Gevolgen voor de ontwerper : 

• Aangepaste gegevens voorbereiding/-verificatie

• Gespecialiseerde productiefaciliteit

• Duur

• Lange doorlooptijden (24 weken is eerder regel dan uitzondering)

• Moeilijk om prototypes te verkrijgen

• Niet-poolbaar
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De oplossing : De EC (partial) HDI POOL service 

• Kostenefficiënte en poolbare HDI pcb productie

• 2 HDI-lagen eenzijdig (gedeeltelijk)

• Gestapelde microvia’s

• Productie met standaard TH-multilayerprocessen

• Gestandaardiseerde stack-up met 6 en 8 lagen

Dé oplossing voor SMD-designs die grotendeels met standaard-multilayertechniek kunnen worden 
vervaardigd en tegelijkertijd aan extra eisen moeten voldoen:

• afzonderlijke componenten met een kleine pitch aan één zijde van de printplaat

• minimale via-stubs voor high-speed-signalen (Gbps)

• betere koeling van afzonderlijke componenten (QFN, …)
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Wat is mogelijk? : 

• Annular ring (restring)
• 65 µm (poolbaar)
• 55 µm (niet poolbaar)

• Spoorbreedte & isolatie afstand
• 100 µm (poolbaar)
• 90 µm (niet-poolbaar)

• Standaard productietijd:
• PCB: 12 werkdagen
• Mét assemblage: 17 werkdagen

• Materiaal – Isola 370HR High Tg FR-4 – RoHS-conform materiaal, 
    geoptimaliseerd voor loodvrij solderen

• Oppervlakteafwerking: Che Ni/Au



D&E event

Opbouw van de pcb : 

• 6 of 8 laags vooraf gedefinieerde opbouw (early involvement 
required)

• Blind µVia van de toplaag naar de binnenlaag 1

• Buried via van de 1ste tot de 2de binnenlaag

• Dit kan uiteraard ook op de onderzijde

• µVia diameter 100 µm
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Staggered…. Not stacked :

8L ML Partial HDI    6L ML Partial HDI

- Meer routing mogelijkheden - Prijsbewuster

- Betere EMC-eigenschappen

- Betere warmteverspreiding
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Doorsnede microvia’s :

- Meer routing mogelijkheden
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X-Ray na het aanbrengen van het soldeermasker :
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Voorbeeld van een fan-out : 
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Classificatie-tabel :
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En dan nu :

HDI in ACTION !



Altium design rules voor UW project :



Het opladen van data :
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Besluit :

● Partial HDI voorkomt onnodig dure HDI-borden.

● Poolbare productie houdt proto- en seriekosten laag.

● Right First Time ! Ook bij de HDI-service: alle tools voor snel en foutloos 
ontwerp.

● Altium-template helpt u bij uw PCB design.

● Assemblage mogelijk. Alles dus single-source!

● Early involvement necessary !!
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www.eurocircuits.com
euro@eurocircuits.com

http://www.eurocircuits.com/

	Untitled Section
	Slide 1: HDI in ACTION !
	Slide 2
	Slide 3: Miniaturisering van actieve en passieve componenten
	Slide 4: Waarom deze miniaturisering?
	Slide 5: Wat zijn de gevolgen?
	Slide 6: Enkele kernbegrippen :
	Slide 7: In de praktijk : 
	Slide 8: Gevolgen voor de ontwerper : 
	Slide 9: De oplossing : De EC (partial) HDI POOL service 
	Slide 10: Wat is mogelijk? : 
	Slide 11: Opbouw van de pcb : 
	Slide 12: Staggered…. Not stacked :
	Slide 13: Doorsnede microvia’s :
	Slide 14: X-Ray na het aanbrengen van het soldeermasker :
	Slide 15
	Slide 16: Classificatie-tabel :
	Slide 17: En dan nu :
	Slide 18: Altium design rules voor UW project :
	Slide 19: Het opladen van data :
	Slide 20: Besluit :
	Slide 21: www.eurocircuits.com euro@eurocircuits.com


